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Zarojelentés
Szakmai beszamolo

Az aldbbiakban rdviden dsszefoglaljuk, hogy a tudomanyos iskola milyen
eredmeényeket ért el az OTKA projekt 5 vizsgélt terlletén.

1. Azintelligens kdrnyezeti elektronika érzékelé végpontjai energiaellatasi
kérdéseinek tanulméanyozasa, ezen belll elsésorban integralt szolar energia
forrasok kutatésa, ill. termoelektromos energiaatalakitas vizsgalata, kulon
hangsulyt forditva a kis fogyasztast aramkdri megoldasok hasznalatara, ill.
kutatasara.

Ezen a teruleten jelentés eredményeket értiink el, els6sorban a szolar energiaforrasok
kutatésa, ill. a kisfogyasztasu aramkori megoldasok kidolgozasa teriiletén. Uj
architektarat dolgoztunk ki specialisan kisfogyasztasu frekvencia osztok CMOS
megvalositasara. Kifejlesztettiink egy mérési mddszert napelem cellak mingsitésére.
Modszert fejlesztettlink ki MOS érzékelok napelem modullal térténé taplalasanak egy
chip-en valo megvalositasara. Az ezen a teriileten elért eredményeink két, a
kdzeljovében benyujtandd PhD dolgozatnak fogjak a gerincét képezni. A témaban leirt
eredmenyeinket részletesen az alabbi publikaciokban mutattuk be.

D. Szente-Varga, Gy. Bognar, M. Rencz: New architecture low power frequency divider
on CMOS 0.35 um, Proceedings, IEEE Workshop on DDECS, 2005

Veronika Timéar-Horvath, Laszl6 Juhasz, Andrés Vass-Véarnai, Gergely Perlaky: Usage of
porous Al203 for RH sensing, DTIP 2007, 2007

Perlaky G., Szlcs Z., Németh B., Timarné-Horvath V.: ,,Building SOLARTEST, an
automatic solar cell measuring system” Proceedigs of ICAMES 2005, Isztambul,
Torokorszag, 2005. majus 7-14.

Perlaky G., Mezési G., Zolomy I.,: “Sensor powering with integrated MOS
compatible solar cell array” Proceedings of DDECS 2006, Praga, Cseh 0. 2005. aprilis
18-21.

Perlaky Gergely, Mez:si Gabor, Z6lomy Imre: “Szenzortaplalas integralt MOS
kompatibilis napelem modullal” Konferencia kiadvany “Tavaszi szél” PhD konferencia,
Kaposvar, 2006. marcius 22.



2. MEMS-ek szamara alkalmas teszt, beépitett teszt ill. 6nteszt mddszerek
kidolgozéasa és vizsgélata.

Ezen a terileten a legfontosabb eredményeket a mozgo alkatrészeket tartalmaz6 MEMS
eszkozok faradasanak vizsgalatara kidolgozott modszerrel értiik el. Uj eszkozt és eljarast
dolgoztunk ki MEMS eszkdzok vibracids vizsgalataira. Kidolgoztunk egy olyan
érintésmentes vizsgalati modszert, amivel nyomtatott huzalozasu, szerelt kartyak
hémérséklet eloszlasat meg tudjuk hatarozni. Kilonbozo érzékelbket dolgoztunk ki,
amelyek MEMS-ek ill. &ramkori tokok beépitett dntesztjéhez érzékeléként hasznalhatok
(paraérzékelok, hémérsékletérzékeldk ill. ezek kiolvaso aramkdrei). Az ezen a teriileten
elért eredményeink alapjan meghivéast kaptunk egy nemzetkdzi konzorciumba, ami
integralt rendszerek beépitett ontesztjével és folyamatos monitorozasaval foglalkozik. Az
elért eredmeények ket beadas alatt allo doktori disszertacio alapjait képezik, es 4
tovabbihoz szolgaltattak tézis ertéki eredményeket. Az eredményeket az alabbi
publikéciok tartalmazzak részletesen:

G. Nagy, Z. Sziics, S. Hodossy, M. Rencz, A. Poppe: Comparison of two low-power
electronic interfaces for capacitive MEMS sensors, DTIP 2007, 2007

Laszl6 Juhész Andrés Vass-Varnai, Csaba Dominkovics, Veronika Timar-Horvath:
Porous Al203 layers for capacitive RH sensors, Second International Symposium on
Advanced micro- and mesoporous materials, 2007

Z. Szics, G. Nagy, S. Hodossy, M. Rencz, A. Poppe: Vibration combined high
temperature cycle tests for capacitive MEMS accelerometers, 13th THERMINIC
Workshop, 2007

Z. Szucs, M. Rencz: A novel method for fatigue testing of MEMS devices containing
movable elements, DTIP 2007, 2007

Z. Sziics, Gy. Bognar, V. Székely, M. Rencz: Contactless thermal characterization of
high temperature test chamber, DTIP 2008, 2008

P. Szabo, V. Szekely: Characterization and Modeling of an Electro-thermal
MEMS Structure, DTIP 2008 - SYMPOSIUM on Design, Test, Integration & Packaging
of MEMS/MOEMS 2008, Nice, France, 9th-11th Apr 2008

B. Németh, P. Szabo, V. Szekely: Design, Simulation and Measurements of
MEMS Test Structures, ECS'07 - Proceedings of the 6th Electronic Circuits and
Systems Conference, September 6-7, 2007, Bratislava, Slovakia, pp.:49-54, 2007.

3. Integralt mikrorendszerek megbizhatdsagi vizsgalatai, kulonos tekintettel
a tokozasi kérdések (pl. die attach minésités) termikus tranziens méressel
val6 vizsgalhatdsagara.



Kidolgoztunk egy mddszert, aminek segitsegével egyrészt integralt mikrorendszerek
tokozasénak mindésitese vizsgalhato termikus tranziens meréssel, masreszt alkalmassa
tettlk a modszert az integralt mikrorendszerek integritasanak vizsgalatara is. Az
eljarésbhan egy felfuggesztett elemen 1évé ellenallést fitlink és az ellenéllas
hémeérsékletének valtozasat mérjik termikus tranziens méres segitségével. A felvett
termikus tranziens gorbékbél az altalunk kidolgozott modszerrel egyértelmien
meghatarozhato a felfliggesztett elem kimarodasanak mértéke. Az eljaras segitségével
lehetové valik az integralt mikrorendszerek kimarddasanak gyors gyartaskozi vizsgalata
is. A modszernek igen jelentés gazdasagi hatasai is lehetnek, hiszen ez idaig a marés
ellenérzesere nem létezett gyors roncsolasmentes modszer. Az elért eredmények alapjan
egy PhD disszertacidé gyakorlatilag elkészilt. Az eredményeket a nemzetkdzi tudomanyos
kdzonség szdmara az alabbi publikaciokban mutattuk be:

P. Szabo, G. Perlaky, Gy. Bognar, Gy. Horvath, S. Ress, A. Poppe, V. Szekely, M.
Rencz, B. Courtois: Thermo-mechanical characterization and integrity checking of
packages and movable-structures, Proceedings, NSTI Nanotech, 2005

B. Németh, P. Szabd, G. Farkas, M. Rencz: Characterisation of the Etching Quality in
Micro-electromechanical Systems by Thermal Transient Methodology, Accepted to
DTIP, 2006

M. Rencz: Testing interface thermal resistance, EPTC 2007, 2007

P. Szabd, M. Rencz: Short time die attach characterization of semiconductor devices,
13th THERMINIC Workshop, 2007

4. MEMS és NEMS strukturakban hasznalatos szerkezeti anyagok
paramétereinek vizsgalata.

Tobb modszert dolgoztunk ki a MEMS és NEMS anyagok egyes mechanikai
tulajdonsagainak vizsgalatara. Ezek kdzll legfontosabbak a Young modulus és az
anyagok hdvezeté képességének vizsgalatara kidolgozott teljesen eredeti mddszerek. A
kidolgozott eljarasok két PhD disszertacio alapjait képezik. Az elért eredmeények alapjan
meghivast kaptunk két olyan EU 7. keretprogrambeli integrélt projektbeli részvételre,
amiket az EU id6kdzben tdmogatéasra méltonak itélt.

NANOPACK

Széma: 216176

Cime magyarul: Nanotechnika alkalmazésa félvezet6 tokok elektromos és hiitési
tulajdonsagainak javitasara

Angolul: Nano packaging technology for interconnect and heat dissipation

FAST2LIGHT
Szama: 216641



Cime: magyarul: Nagyfeluletii, organikus LED display-k nagy volumenti
koltséghatékony gyartastechnoldgiaja
Angolul: High-throughput, large area and cost effective OLED production technologies

Az elért eredményeket részletesen az alabbi publikaciokban mutattuk be:

D. L. Saums, C. Lasance, C. T. Murray, R. A. Rauch, M. Rencz: TIM Material Testing
in Practice and Future Directions, IMAPS Advanced Technology Workshop on
Thermal Management, 2005

G. Perlaky, Gy. Bognar, Z. Szlcs, P. Szabo, Gy. Horvath, A. Poppe, V. Székely, M.
Rencz: Thermal and Thermo-Mechanical Characterization of Movable-Structures and
Their Packages, Proceedings, Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of
MEMS/MOEMS, 2005

M. Rencz: Thermal Issues in Stacked Die Packages, 21th Annual IEEE Semiconductor
Thermal Measurement and Management Symposium, 2005

A. Poppe, G. Farkas, V. Székely, Gy. Horvath, M. Rencz: Multi-domain simulation and
measurement of power LED-s and power LED assemblies, Accepted to Semitherm,
2006

D. L. Saums, C. Lasance, C. T. Murray, M. Rencz: Challenges in thermal interface
material testing, Accepted to Semitherm, 2006

J. Mizsei: Vibrating capacitor method for semiconductor surface studies, DAE Solid
State Physics Symposium, 2007

5. Mikrocsatornas hiitési technikak vizsgalata

Az ezen a terlleten elért valamennyi eredményiinket a PATENT NOE 6.
Keretprogrambeli Kival6sagi Hal6zaton beliili nemzetkdzi egytttmitkddések keretében
értik el. Eljarast dolgoztunk ki mikrocsatornas hiitési technoldgiaknak termikus tranziens
modszerrel torténé vizsgalatara. Az elért eredményeket az alabbi publikaciokban
mutattuk be a nemzetkdzi tudomanyos k6z6sség szamara:

A. Poppe, Gy. Horvéth, Gy. Bognar, Zs. Kohari, M.P.Y. Desmulliez, M. Rencz:
Experimental Study of a Radial Micro-Channel Cooling Plate, 7th EPTC, 2005

Gy. Bognér, Gy. Horvath, Zs. Kohéri, A.J. Pang, M.P.Y. Desmulliez, A. Poppe, M.
Rencz, V. Székely: Thermal Characterization of a Radial Micro-Channel Cooling
Plate, Proceedings of 21th Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and
Management Symposium, 2005



Gy. Horvéth, Gy. Bognar, Zs. Kohéri, A.J. Pang, M.P.Y. Desmulliez, A. Poppe, V.
Székely, M. Rencz: Thermal Characterisation of a Radial-Channel Micro-Cooler Plate,
Proceedings of Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of
MEMS/MOEMS, 2005

Zs. Kohari, Gy. Bognar, E. Kollar, Gy. Horvéath, A. Poppe, M. Rencz, V. Székely: Cross-
Verification of Thermal Characterisation of a Micro-Cooler, Proceedings of the
Therminic Workshop, 2005



